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    接点部までの嵌合長さ。
    LENGTH TO CONTACT POINT.
2. 使用材料　MATERIAL
      ハウジング   　  : 46 NYLON、UL94V-0
      HOUSING           
      アクチュエータ：PPS、UL94V-0
      ACTUATOR       
      ターミナル         : リン青銅(t=0.25)　
      TERMINAL          PHOS-BRO(ｔ＝0.25)  
              メッキ　　 : 接点部：　金メッキ： 0.1マイクロメートル以上
              PLATING     CONTACT PORTION: GOLD PLATING: 0.1 MICROMETER MIN.
                                 : 半田付け部 : 錫メッキ：　1.0マイクロメートル以上
　　　　　　　　      SOLDER PORTION: TIN PLATING: 1.0 MICROMETER MINIMUM
                                 :  下地: ニッケルメッキ： 1.0マイクロメートル以上
　　　　　　　　       UNDER PLATING：NICKEL PLATING：1.0 MICROMETER MIN.
       金具       　         : 銅合金(t=0.25)  
　    FITTING NAIL　COPPER ALLOY(ｔ＝0.25) 
　　　  メッキ     : 錫メッキ ：1.0マイクロメートル以上
　　　   PLATING   TIN　PLATING： 1.0 MICROMETER MIN.
                             : 下地：ニッケルメッキ： 1.0マイクロメートル以上
                              UNDER PLATING: NICKEL PLATING: 1.0 MICROMETER MIN.

注記：　NOTES

1

3     パターンはくり止め用金具
     FITTING NAIL FOR PREVENTION OF FOOT PRINT PEELING OF P.C.B PATTERN.
4.  エンボステープ梱包時はアクチュエータがロックした状態とする。
     IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.54550-**29 SHOULD BE LOCKED.
     テール及び金具の平坦度は、0.15以下とする。
      TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.15 MAXIMUM.
     パターン書き込み禁止エリア。
　  NO FOOT PRINT AREA.
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（仕上り厚さ: 0.3±0.05）

                         適合FPC/FFC推奨寸法                            
APPLICABLE FPC/FFC RECOMMENDED DIMENSION

0.3 ±0.05
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FFC構成推奨仕様
RECOMMENDED STRUCTURE OF FFC

FPC構成推奨仕様
RECOMMENDED STRUCTURE OF FPC

 
 FPC/FFCについて：
　 抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。
　 尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、
　 染み出しが無い様お願い致します。
 ABOUT FPC/FFC:
  RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
  FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER SIDE
  PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON ADHEREND
  BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT THE EXTRA ADHESIVE　
  CAUSES THE　DEFECT IN ELECTRICAL CONTINUITY.
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